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Die Erfindung betrifft eine elektronische 

Schaltungsanordnung gem&ss dera Oberbegriff dee Anspruchs 1- 

Es sind elektronische Schaltungsanordnungen bekannt, bei 
20 welchen die elektrisch leitenden Verbindungselesaente ais 
flexible Anschluss lei ter ausgebildet 8ind f die mit einem 
chipfOrmigen Halbleiterbauelement kontaktiert warden 
kfcrmen, indea die Anschlussleiter auf der dem chipfanoigen 
Halbleiterbauelement zugevandten Seite eine Leiterbahn 
25 aufweisen, die auf einer Isolationsfolie vorgesehen ist. 

Bei diesen elektronischen Schaltungsanordnungen ergibt sich 
an der Randkante dea Chipbauelementes ein 
Isolationsproblen. Deagleicben ergibt sich bei diesen 
Schaltungsanordnungen auf den das aindestens eine 
30 chipfOrmige Halbleiterbauelement aufvelsenden Trftger ein 
Isolationsproblem, wenn sich dort Anschlussf l&chen bzv. 
Leiterteile eines anderen elektrischen Potentials befinden. 



Desweiteren .sind elektronische Schaltungsanordnungen 
bekannt, b**i welchen die elektrisch leitenden 
Verbindungselemente durch Bonddrfihte gebildet sind. Dort 
ist es erforderlich, jede VerJ>indung einzeln auszuf iihren, 
so dass sich ein grosser Arbeitsaufwand ergibt, wenn eine 
vielzahl derartiger Bondverbindungen herzustellen sind. Bei 
Schaltungsanordnungen der zuletzt genannten Art: wird das 
iaolationsproblem an der Randkante des Chipbauelementes 
dadurch uxngangen, dass die Bonddr&hte bogenfttrmig von den 
KontaktflSchen des Chipbauelementes vegstehen. Diese Bogen 
beeinf lussen die Gesamtbauh6he der Schaltungsanordnungen in 
nachteiliger Weise. Ausserdem ist es trotz der 
bogenffirmigen Ausbildung Solcher Bondverbindungen 
erf order lich, bei entsprechend hoheri elektrischen 
Spannungen eine Kunststof fabdeckung vorzusehen, welche das 
Chipbaueleroent iiber seine Randkante bedeckt. Die Ausbildung 
der das Chipbauelement bedeckenden Kunststof fisolierung 
bedingt einen zus&tzlichen Arbeitsschritt . 

Der Erf indung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
elektronische Schaltungsanordnung der eingangs genannten 
Art zu schaffen, die einfach herstellbar ist, und bei 
welcher eine gute Isolierung der Randkante des mindestens 
einen Chipbauelementes und eine gute Isolierung der 
Verbindungselemente zu Leiterbahnen des elektrisch 
Isolierenden Tr&gers, die sich auf anderem elektrischen 
Potential befinden, gegeben und die Gesamtbauhdhe der 
Schaltungsanordnung minimal 1st. 

Diese Ausbildung trird bei einer elektronischen 
Schaltungsanordnung der eingangs genannten Art durch die 
Merkmale des kennzeichnenden Teiles des Anspruchs 1 gelost. 
Bevorzugte Weiterbildungen der erfindungsgem&ssen 



Schaltungsanordnungen sind in den Unteransprttchen 
gekennzeichnet . 

Dadurch, dass die Isolierschicht mit Aussparungen 
ausgebildet ist, ist es problemlos mttglich, die 
Verbindungseleinente mit den entsprechenden Kontaktf lichen 
des mindes tens einen chipfOrmigeh Halbleiterbauelementes 
bzw. nit den zugehttrigen Anschluss flUchen des TrSgers zu 
kontaktieren, ohne dass hierzu die Varbindungselemente mit 
von den genannten FlUchen senkrecht wegstehenden BOgen 
ausgebildet sein mtissen. Das bedeutet jedoch, dass es in 
vorteilhafter Weise mSglich ist r die elektronische 
Schaltungsanordnung mit einer relativ geringen 
Gesamtbauhtthe auszubilden. Bin ganz erheblicher Vorteil der 
erf indung agents sen elektronischen Schaltungsanordnung 
besteht darin, dass durch die Isolierschicht die bei 
bekannten Schaltungsanordnungen gegebenen 
Isolationsprobleme an der Randkante des/jedes chipfOrmigen 
Halbleiterbauelementes eliminiert sind, well die 
Isolierschicht: diese Randkante eng anliegend bedeckt. 

Die Isolierschicht kann auf der Schaltungsanordnung bspw. 
in einem Schleuderverf ahren, in einem Sprit z- oder 
Streichverfahren o.dgl. aufgebracht werden. Desgleichen ist 
es mBglich, die Isolierschicht als mit dan Aussparungen 
ausgebildete Isoliermaterialfolie auf die 
Schaltungsanordnung auf zubringen. Eine solche 
Isoliermaterialfolie kann entweder auf die 
Schaltungsanordnung aufgeklebt Oder aufgeschmolten sein. 
Von Wichtigkeit ist, dass die auf diese Weise ausgebildete 
Isolierschicht auf der Schaltungsanordnung f lHchig und eng f 
d.h. ohne Luf teinschlttsse vorgesehen ist, urn durch solche 
Lufteinschliisse bedlngte Isolationsprobleme 
auszuschliessen . 



Die Verbindungselemente k5nnen als an der Isolierschicht 
fest haftende strukturierte Metalischichten ausgebildet 
sein. Hierbei ergibt sich der Vorteil, dass in einem 
einzigen Arbeit s schritt alle erforderlichen 
Verbindungselemente ausgebildet werden konnen, was eine 
ausgezeichnete ProduktivitSt darstellt. Bei den 
Verbindungselementen kann es sich um strukturierte 
Dick schich ten handeln, die bspw. in einem 
Siebdruckverfahren, in einem Kasken-Spritzverfahren o.dgl. 
auf der Isolierschicht vorgesehen werden* 
Selbstverst&ndlich 1st es auch stSglich, die 
Verbindungselemente als strukturierte DUnnschichten 
vorzusehen, die bspw« in einem an sich bekannten Verfahren 
zur Herstellung von DQnnschichten realisierbar sind. 
Derartige z.B. durch Kathodenzerstaubung, Vakuumbedampfung 
o.dgl. hergestellte Diinnschichten kflnnen bspw, durch ein 
fotolithografisches Verfahren strukturiert werden. Bei 
Schaltungsanordnungen httherer Leistung 1st es zweckm&ssig r 
derartige DOnnschichtatrukturen ftir die verbindungselemente 
bspw. galvanisch zu verst&rken. Pilr noch grfisaere 
Leistungen ist es zweckm&ssig, die Verbindungselemente als 
DrUhte Oder als gestanzte Metallstreif en vorzusehen. 

UnabhSngig von der ape tie lien Ausbildung ergibt sich 
erf indungsgemXss eine Schaltungsanordnung relet iv geringer 
GesamtbauhOhe nit einer ausgezeichneten elektrischen 
Isolierung insbesondere der bei chipf Srmigen 
Halbleiterbauele^enten ttblicherweise kritischen Randkante 
und suit einer guten Isolierung gegen schadhafte 
ttewe 1 teinf liisse , 

Wei tare Einzelheiten, Herkaale und Vorteile ergeben sich 
aus der nachfolgenden Beschreibung eines in der Zeichnung 
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in einera vergrosserten KaJJstab abschnittweise gezeichneten 
Ausfiihrungsbeispieles der erf indungsgen&ssen elektronischen 
Schaltungsanordnung . 

5 Die Figur zeigt in einer Schnittdarstellung einen Abschnitt 
der elektronischen Schaltungsanordnung 10 mit einem 
elektrisch isolierenden Triger 12, der mit Anschlussf lichen 
14 ausgebildet ist. Mit der Bezugsziffer 16 sind 
Chipbauelemente der elektronischen Schaltungsanordnung 10 

10 bezeichnet, bei denen es sich insbes. um chipformige 

Halbleiterbauelemente handelt. Jedes Chipbauelement 16 
weist an seiner Unterseite 18 eine Metallschicht 20 und an 
seiner Oberseite 22 Kontaktf lachen 24 auf. 
Verbindungselemente 26 sind dazu vorgesehen, zwischen 

15 Kontaktflachen 24 und Anschlussf ISchen 14 bzw. zwischen 
Kontaktflachen 24 benachbarter Chipbauelemente 16 eine 
elektrisch leitende Verbindung herzustellen. Eine 
Isolierschicht 28 dient zum Schutz des/ jedes 
Chipbauelementes 16 gegen Einfliisse von aussen bzw. zur 

20 elektrischen Isolation zwischen Vorbindungselementen 26 und 
entsprechenden Anschlussf lichen 14 am TrSger 12 bzw. zur 
elektrischen Isolation der Verbindungselemente 26 gegen die 
bei chipfOrmigen Halbleiterbauelementen Jcritische Randkante 
30 des/ jedes chlpfdrmigen Halbleiterbauelementes 15. 

25 

Bei der ^rfindungsgem&ssen Schaltungsanordnung 10 ist die 
Isolierschicht 28 mit Anssparungen 32 ausgebildet , welehe 
die Kontaktf lMchen 24 des/jedes auf den TrSger 12 
angeordneten Chipbauelemente s 16 und Anschlussf l&chen 14 
30 des Tr&gers 12 freilassen. Die Isolierschicht 28 erstreckt 
sich vor der Oberseite 22 des/jedes Chipbauelementes 16, 
bei dem es sich insbes, us ein chipfttrmiges 
Halbleiterbauelement handelt, fiber seine Randkante 30 sum 
TrSger 12. 



Die Isolierschicht 28 wird auf der Schaltungsanordnung 10 
in einem Kaskierverfahren aufgebracht. Hierbei kann bspw. 
eine entsprechende Maske in Verbindung mit einem Streich- 
oder Spritzverfahren zur Anwendung gelangen. Desgleichen 
ist es mdglich, die mit den Aussparungen 32 ausgebildete 
Isolierschicht 28 in Gestalt einer Isoliermaterialfolie auf 
der Schaltungsanordnung 10 ansucrdnen und auf dieser 
fest2ukleben und/ Oder auf zuschmelzen- 

Auf der linken Seite der Schaltungsanordnung 10 ist ein 
Verbindungselement 26 angedeutet, bei dem es sich urn eine 
auf der Isolierschicht 28 f esthaf tende , strukturierte 
Metallschicht 34 handelt. Derartige Verbindungselemente 26 
in Form strufcturierter Hetallschiclrten 34 sind einfach und 
zeitsparend realisierbar, veil in einein einzigen 
Produktionsvorgang eine vielzahl solcher 
Verbindungselemente 26 hergestellt werden konnen. 

Auf der rechten Seite der Schaltungsanordnung 10 ist ein 
Verbindungselement 26 angedeutet, bei dem es sich um einen 
Draht 36 handelt, der bspw. mit Kontaktf lichen 24 
benachbarter Chipbauelemente 16 durch Bonden kontaktiert 
ist. 

Aus der Zeichnungsfigur wird deutlich, dass die 
erfindungsgemasse Schaltungsanordnung 10 nicht nur eine 
zuverlXssige Isolierung der Verbindungselemente 26 und der 
kritischen Randkanten 30 der Chipbauelemente 16 ergibt, 
sondera dass es ausserdem in vorteilhaf ter Weise mtfglich 
ist, eine Schaltungsanordnung relativ geringer 
Gesamtbauhdhe xu realisieren. 
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SelbstverstHndlich ist es auch mSglich, die in der 
Zeichnung verdeutlichte Schaltungsanordnung 10 oberaeitig 
dann noch mit einer weiteren Isolierung vollstSndig zu 
bedecken bzw. iiber dieser (nicht gezeichneten) Isolierung 
5 einen z.B. plattenformigen Ktirper anzuordnen, um insgesamt 
eine quasi kartenfttrmige Schaltungsanordnung 10 eu 
realisieren. 

Der Tr&ger 12 kann in an sich bekannter Weise an einem 
10 Kilhlk6rper vorgesehen sein. 




Elektronische Schaltungsanordnung mit einem 
AnschlussflUchen (14) aufweisenden elektrisch 
isolierenden Trfger (12), mit mindestens einem 
elektronischen Chipbauelement (16), insbes* 
chipfdrmigem Ha Ibleiterbaue lenient, das auf seiner 
Oberseite (22) Kontaktf lSchen (24) aufweist, die 
mittels elektrisch lei tender Verbindungselemente (26) 
mit zugehdrigen Anschlussf lichen (14) des Trftgers 
(12) und/oder nit zugehdrigen Kontaktfliichen (24) 
eines weiteren Chipbauelementes (16) elektrisch 
lei tend verbunden sind, und mit einer Isolierschicht 
(28) zum Schutz des mindestens einen Chipbauelementes 
(16) gegen Einflttsse von aussen, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass die Isolierschicht (26) mit Aussparungen (32), 
welche die entsprechenden Kontaktf l&chen (24) des 
mindestens einen Chipbauelementes (16) und die 
AnschlussfWchen (14) des Tragers (12) freilassen, 



derart ^usgebildet ist, dass die Isolierschicht (28) 
sich von der Oberseite (22) des/jedes 
Chipbauelementes (16) iiber seine Randkante (30) zum 
Trager (12) erstreckt* 

Schaltungsanordnung nach Anspruch 1", 
dadurch gekennzeichnet, 
dass die Isolierschicht (28) in einera 
Haskierverfahren auf die Schaltungsanordnung (10) 
auf gebr acht i s t . 

Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass die Isolierschicht (28) als mit den Aussparungen 
(32) ausgebildete Isolieraiaterialfolie auf die 
Schaltungsanordnung (10) eng anliegend aufgebracht 
ist. 

Schaltungsanordnung nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass die Isoliennaterialfolie auf die 
Schaltungsanordnung (10) aufgeklebt oder 
aufgeschxoolzen ist. 

Schaltungsanordnung nach einera der vorhergehenden 
Ansprtiche , 

dadurch gekennzeichnet, 
dass die Verbindungselemente (26) zwischen den 
Kontaktf lichen (24) des Chipbaueleraentes (16) und den 
zugehSrigen Anschlussf l&chen (14) auf dem Tr&ger (12) 
bzw. zwischen den Kontaktf l&chen (24) voneinander 
getrennter Chipbauelemente (16) als strukturierte, an 



der Isolierschicht (28) f esthaf tende Metallschichten 
(34) ausgebildet sind. 

Schaltungsanordnung nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichn e t , 

dass die Verbindungselemente (26) strukturierte 
Dickschichten sind. 

Schaltungsanordnung nach Anspruch S, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass die Verbindungselemente (26) strukturierte 
verstSxkte Diinnschichten sind. 

Schaltungsanordnung nach Anspruch 5, 

d a d u ,r c h gekennzeichnet, 

dass die Verbindungselemente (26) DrShte (36) sind, 

die mit Befestigungsabschnitten flach an den 

entsprechenden Kontaktf iachen (24) bzw. an den 

Anschlussf l&chen (14) elektrisch leitend kontaktiert 

sind. 
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